
MEMS-based loudspeakers
High-end loudspeakers  
for smartphones & small appliances

What is a MEMS-based loudspeaker?

The best sound quality still comes from bulky  
high-end loudspeakers. CEA-Leti is  going a step further 
into making loudspeakers compatible with  
micro-fabrication processes with a new piezoelectric 
micro-loudspeaker using almost exclusively silicon. 
CEA-Leti small loudspeaker achieves similar performance 
as larger loudspeakers using conventional manufacturing 
techniques. It is fitted into a 3D printed horn that 
mechanically improves performances.  

Applications

•	 Smartphones
•	 Smartwatches 
•	 Earphones
•	 Headphones
•	 Connected IoT & Hardware

Haut-parleurs MEMS
Haut-parleurs haut de gamme  
pour smartphones et petits appareils

Qu'est-ce qu'un haut-parleur MEMS ?

Si les hauts parleurs grand format restent la référence 
en termes de qualité audio, les formats miniaturisés 
devraient connaître un regain de qualité. Le CEA-Leti  
a franchi une nouvelle étape dans l'adaptation  
des procédés de microfabrication grâce à un nouveau 
micro haut-parleur piézoélectrique fabriqué quasiment 
exclusivement à partir de silicium. 
Compact, ce haut-parleur miniaturisé affiche  
des performances similaires aux haut-parleurs grand 
format qui ont recours aux techniques de fabrication 
dites conventionnelles.

Applications

•	 Smartphones
•	 Montres connectées 
•	 Écouteurs
•	 Casques audio
•	 IoT et appareils connectés  
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What's new?

CEA-Leti researchers unveil an innovative manufacturing process using  
two types of 200 mm silicon wafers assembled with a polymeric glue. 
This technique helps separate the electro-mechanical transduction from  
the mechano-acoustical transduction. This innovation translates into greater 
performances for small-sized loudspeakers, with a sound pressure  
of 80 dBSPL at 10 cm, starting at a frequency below 1 kHz.    

What’s next?

CEA-Leti researchers will tune this loudspeaker using a system approach  
to improve performances and make sure it fits well into current applications, 
such as smartphones and other IoT devices. Additional digital signal 
processing, acoustical tuning and packaging techniques will be investigated. 

Interested  
in this technology?

Contact:
Pierre-Damien Berger
pierre-damien.berger@cea.fr
+33 438 789 900

Loudspeakers Wafer Design �

Loudspeaker placed into the horn 

� Loudspeaker mounted  
on a custom PCB

Nouveautés

Les chercheurs de CEA-Leti présentent un procédé de fabrication innovant  
qui utilise deux types de plaquettes en silicium de 200 mm assemblées à l’aide 
d’une colle polymère. Cette technique permet de dissocier la transduction 
électro-mécanique de la transduction mécano-acoustique. Cette innovation 
se traduit par des performances améliorées pour les haut-parleurs de petites 
dimensions, avec à la clé, une pression acoustique de 80 dBSPL à 10 cm  
et une fréquence initiale de moins de 1 kHz.  

Prochaine étape

Les équipes de recherche du CEA-Leti ajusteront les caractéristiques  
de cette technologie à l’aide d’une approche système afin d’améliorer  
les performances et de s’assurer qu’elle convient aux applications actuelles, 
telles que les smartphones et autres appareils IoT. D’autres processus  
de traitement du signal numérique, techniques de réglage acoustique  
et méthode de packaging seront étudiés.

Cette technologie  
vous intéresse ?

Contact :
Pierre-Damien Berger
pierre-damien.berger@cea.fr
04 38 78 99 00
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@CEA-Leti

CEA-Leti, technology research institute
17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France
cea-leti.com

https://twitter.com/CEA_Leti
https://www.linkedin.com/company/cea-leti
https://www.youtube.com/c/CEALeti
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